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EDA 封装验证实战——
Innovator3D IC + Calibre
通用验证平台
2.5D/3D-IC 全流程设计
EDA Packaging Verification
Innovator3D IC + Calibre
Universal Verification Platform
2.5D/3D-IC Full Workflow

双工具链通用验证平台
一套方法，掌控两大工具链

业界首本同时覆盖 Siemens EDA 与 Cadence 双工具链的封装验证实战手册。
同类双工具链对比 + 四个真实设计案例——
一套方法，掌控两大平台。
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  篇幅 / Content 52 章 + 12 附录

  定位 / Focus 双工具链通用验证平台

  章节结构 基础 → Innovator/Integrity → 基板设计 → DRC/LVS → SI/PI → 多物理场 → DFT → 案例

适合读者 / Target Audience
使用 Siemens EDA（Calibre+Xpedition）或 Cadence（APD+PVS）的封装设计与验证工程师；

需要跨工具链协作的技术管理者。
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详细目录  Table of Contents

第1-3章 双工具链格局全景 / 环境搭建 / 设计规则

第4a-4c章 Siemens 端：Innovator3D IC 设计框架、中介层与 TSV、多芯片协同

第4d-4f章 Cadence 端：Integrity 3D-IC 设计框架、中介层与 TSV、APD 联合设计

第5-6章 Siemens Xpedition / Cadence APD 基板设计

第7a-7d章 Calibre 3DSTACK vs PVS：DRC/LVS/LPE/Signoff

第8-9章 SI 仿真（HyperLynx vs Sigrity）/ PI 与 PDN 分析

第10-11章 热仿真（3DThermal+Flotherm/Celsius）/ 机电热协同

第12-13章 DFT（Tessent vs Modus）/ DFM（Valor vs PVS DFM）

第14-19章 四个实战案例：Phoenix / Atlas / Nexus / 案例四

第20-22章 十大避坑指南 / 参数汇总 / 脚本工具库

附录 A-L 快捷键、命令映射、Layer Map、术语、资源、Calibre/PVS 详细
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模块总览  Module Overview

基础篇

第1-3章

双工具链格局全景（Innovator3D IC/Integrity 3D-IC/Xpedition/APD）、环境搭建与数据流、设计规则体系

Innovator3D IC 篇

第4a-4c章

Siemens 端设计框架、中介层与 TSV、多芯片协同

Integrity 3D-IC 篇

第4d-4f章

Cadence 端设计框架、中介层与 TSV、与 APD 联合设计

基板设计

第5-6章

Xpedition Package Designer（Siemens）、APD（Cadence）基板设计操作

DRC/LVS 验证

第7a-7d章

Calibre 3DSTACK（Siemens）与 PVS（Cadence）——DRC/LVS/LPE/Signoff

SI/PI 仿真

第8-9章

HyperLynx（Siemens）与 Sigrity（Cadence）——SI 仿真、PI 与 PDN 分析

多物理场仿真

第10-11章

热仿真（3DThermal+Flotherm/Celsius）、机电热协同

DFT/DFM

第12-13章

Tessent（Siemens）与 Modus（Cadence）DFT、Valor/PVS DFM

实战案例篇

第14-19章

四个设计案例：Phoenix（2.5D GPU+HBM）、Atlas（3D Stack）、Nexus（多 Chiplet）、案例四

经验数据篇

第20-22章

十大避坑指南、工程设计参数汇总、脚本与自动化工具库（SKILL/Tcl/Python）

附录 A-L 快捷键、双链命令映射表、Layer Map、术语、资源列表、Calibre 详细、PVS 详细、错误排查
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核心特色  Key Features

双工具链统一
业界首本同时覆盖 Siemens（Innovator+Calibre）和 Cadence（Integrity+PVS）的封装验证手册

四个完整案例
Phoenix/Atlas/Nexus/案例四——每条链从零走到 Signoff，任务可完全复现

双链命令映射
附录提供双工具链命令对照表，掌握一条链即可快速切换到另一条

脚本自动化
附 Calibre Tcl/Python、PVS Tcl、APD SKILL、Xpedition SKILL——四套脚本库
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知识结构  Knowledge Structure

基础 Innovator/Integrity 基板设计 DRC/LVS SI/PI 多物理场 DFT 案例

• 1 基础篇
• 2 Innovator3D IC 篇
• 3 Integrity 3D-IC 篇
• 4 基板设计
• 5 DRC/LVS 验证
• 6 SI/PI 仿真
• 7 多物理场仿真
• 8 DFT/DFM
• 9 实战案例篇
• 10 经验数据篇
• 11 附录 A-L

以上模块循序渐进，形成完整知识闭环。
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芯片专家老李Ai

二十年半导体行业深耕

从设计到封装到测试

将踩坑经验凝练为可传承的知识体系

系列丛书一览

BOOK 01 半导体实战——从设计到应用全流程指南

BOOK 02 先进封装设计实战——基于Cadence的2.5D/3D IC设计

BOOK 03 EDA封装验证实战——Innovator+Calibre通用验证平台

BOOK 04 MCM多芯片封装设计与仿真操作手册

BOOK 05 SiP系统级封装设计仿真操作手册
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